Déroulement de la procédure en cas de suspicion de
manquement a l'intégrité scientifique

Toute personne soupgonnant un
manquement a l'intégrité scientifique

Information des parties
atteinte et mise en cause

Information des parties
atteinte et mise en cause

Information du Recteur, de la
partie atteinte et de la partie
mise en cause

Information du Recteur, de la
partie atteinte et de la partie
mise en cause

Information du CEIS, du chef de
service concerné et du
Doyen/Président de la
Faculté/Ecole concerné

—»  Dépot de plainte
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Instruction du dossier
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Evaluation des faits et w
auditions de la partie _

atteinte et de la partie mise
en cause —

Réception par Président et/ou
Vice-président du CEIS

Assignation a un ou plusieurs
membres du CEIS

Verdict par le Président ou les

membres du CEIS en charge du dossier
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Saisie du CEIS : transmission
et évaluation du dossier

Nouvelles évaluations des faits

i T et auditions des parties atteinte

Saisie du CCEF : enquéte
approfondie de la plainte,
auditions des parties,
possibilité de recours a expert
externe et rédaction d’un
rapport détaillé avec leurs
recommandations d’action

et mise en cause

" Rapport circonstancié adressé a :
¢ Recteur
e CEIS
* Partie atteinte
¢ Partie mise en cause

Réception du rapport de la
CCEF par le CEIS : analyse
des conclusions de I'enquéte —
afin d’émettre un compte-
rendu final pour le Recteur

Réception du rapport du
-« CEIS par le Recteur : prise de
mesures et sanctions
disciplinaires, si nécessaire

Le dossier peut étre renvoyé au CCEF pour un complément
d’enquéte

Le CEIS peut mener de nouvelles auditions de la partie atteinte
et/ou de la partie mise en cause

Les parties concernées peuvent s'exprimer par écrit, aupres du CEIS,
dans les 10 jours suivant la transmission du rapport au Recteur

Les délais indiqués sont comptabilisés en jours ouvrables.

Veuillez noter que les délais sont suspendus durant les périodes d'interruption des activités d’enseignement.
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